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Piaseczno, 24-08-2023r.

Zatacznik nr 1
do Zapytania ofertowego nr 12/EAGLEEYE/2023

Parametry techniczne
Przedmiot zamdéwienia: Dostawa obwodéw drukowanych.

Skrdécony opis przedmiotu zamodwienia:

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa obwoddw drukowanych.
Dostawa dotyczy siedemnastu réznych projektdw ptyt PCB nazwanych odpowiednio:
OBC-1-MB; AOCS-MB-1; AOCS-MAG-CB; EPS-PCDU-1-MB; EPS-MPPT-EXT-1; EPS-MPPT-INT; EPS-RCFG-MB;

EPS-BMA-BMS-1; EPS-BMA-BMCB; EPS-BMA-BP-1-BPTOP; EPS-BMA-BP-1-BPBOT; COMM-1-CCSDS; COMM-
1-TRX-CBA; COMM-1-FMCH; COMM-2-SDR; ICS-BKP; ICS-ECB

Dokumentacja produkcyjna dostepna po podpisaniu z zamawiajgcym umowy o poufnosci ,,NDA” (zatgcznik
nr 6).
Kod 31711000-3 — Artykuty elektroniczne

1. Minimalne wymagania:
A) Materiaty:

e FR4 (Panasonic R1755V) TG170 dla:
OBC-1-MB; AOCS-MAG-CB; EPS-PCDU-1-MB; EPS-MPPT-EXT-1; EPS-MPPT-INT; EPS-RCFG-MB; EPS-BMA-

BMS-1; EPS-BMA-BMCB; EPS-BMA-BP-1-BPTOP; EPS-BMA-BP-1-BPBOT; COMM-1-CCSDS; COMM-1-TRX-
CBA; COMM-1-FMCH; COMM-2-SDR; ICS-BKP; ICS-ECB

e |SOLA 370HR lub podobny dla: AOCS-MB-1
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Skrécony opis oraz ilosci przedmiotu zaméwienia:

OBC-1-MB
a) los¢ ptyt: 9 piyt
b) llos¢ warstw: 10
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych
g) Stackup:

Board Stack Report

Rzeczpospolita NCBR {1
Polska

Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
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Height : 1.707mm
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AOCS-MB-1
a) los¢ ptyt: 9 piyt
b) llos¢ warstw: 8

¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110

d) Materiat FR4 (ISOLA 370HR lub podobny) TG170

e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

g) Stackup:

Top view

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Top solderpaste (XMC_AOCS_Faste_Top_gbr)
Top legend {XMC_AOCS_Legend_Top_gbr)

Top soldermask (XMC_AOCS_Soldermask_Top_agbr)

Top copper (XMC_AOCS_Copper_Signal_Top_gbr
Prgpregp-P 1l.'l80'-0.07ﬁ'|mpp —Signal_Top_gbr)

Prepreq - PR2116 - 0.12mm

Inner copper 1 iXMC_AOCS_Capper_Signal_1_gbr)
Core - FR4-Imp-oved - 0.2mm

Inner copper 2 iXMC_AOCS_Coapper_Signal_2_gbr)
Prepreg - PR2116 - 0.12mm

Prepreg - PR2116 - 0.12mm

Inner copper 3 iXMC_AOCS_Copper_Signal_3_gbr)
Core - FR4-Imp-oved - 0.2mm

Inner copper 4 iXxMC_AOCS_Capper_Signal_4_gbr)
Prepreg - PR2116 - 0.12mm

Prepreg - PR2116 - 0.12mm

Inner copper S IXMC_AOCS_Copper_Signal_S_gbr)
Core - FR4-Imp-oved - 0.2mm

Inner copper 6 IXMC_AOQOCS_Copper_Signal_6_gbr)
Prepreq - PR2116 - 0.12mm

- PR1080 - 0.07mm

P - :
Bﬁ?ggﬁgcopper (XM(? AOCS_Copper_Signal_Bot_gbr)

Bottorn soldermask (XMC_AOCS_Soldermask_Bot_abr)
Bottomn legend (XMC_AOCS_Legend_Bot_gbr)

Bottomn solderpaste (XMC_AOCS_Paste_Bot_gor)
Plated drill
Non Plated Through Hole (NPTH)

Bottorn view
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AOCS-MAG-CB
a) los¢ ptyt: 5 ptyt
b) llos¢ warstw: 4
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

g) Stackup:

Mame Type Weight Thickness
Board Layer 5ta... 5 Solder Mask 0.0254mm
Top Surface Fini... Mickel, Gold Surface Finish 0.004mm
Top Layer Signal 0.075mm
Dielectric 3 PP-016 Prepreg 0.122mm
L1 CF-004 Signal 0.035mm
Dielectric3 PP-016 Prepreg 0.244mm
L2 CF-004 Signal 0.035mm
Dielectric 4 PP-016 Prepreg 0.122mm
Bottom Layer Signal 0.075mm
Bottom Surface... Mickel, Gold Surface Finish 0.004mm

Board Layer 5ta... S Salder Mask
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EPS-PCDU-1-MB
a) los¢ ptyt: 9 piyt
b) llos¢ warstw: 10
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

g) Stackup:

Name vaterial Type Thickness
Top Solder Solder Resist Solder Mask 0.01mm
Top Layer CF-004 Signal 0.035mm
Dielectric 1 PP-016 Prepreg 0.11684mm
L1 Signal 0.018mm
Dielectric 3 4 Core 0.2032mm
P1 Signal 0.018mm
Dielectric 4 N Prepreg 0.07112mm
Dielectric 10 Prepreg 0.07112mm
L2 Signal 0.018mm
Dielectric 8 Core-024 Core 0.2032mm
P2 Signal 0.018mm
Dielectric 12 Prepreg 0.07112mm
Dielectric 13 -00 Prepreg 0.07112mm
Signal 0.018mm
Dielectric 5 Core-024 Core 0.2032mm
L3 Signal 0.018mm
Dielectric 11 Prepreg 0.07112mm
Dielectric 6 Prepreg 0.07112mm
P4 Signal 0.018mm
Dielectric 7 Core-024 Core 0.2032mm
L4 Signal 0.018mm
Dielectric 9 Prepreg 0.11684mm

Bottom Layer Signal 0.035mm

Bottom Solder Solder Resist Solder Mask 0.01mm
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EPS-MPPT-EXT-1

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

llos¢ ptyt: 11 ptyt

llos¢ warstw: 6

Maska Lutownicza: Electra EMP-110

Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

Stackup:

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Board Stack Report

R1650V 2116-RIC54%
Prepreg
R1650V 2116-RIC54%

67

430 R1650V 2116-R/C54%

430 R1650V 2116-R/C54%

Thickness after Pressing:

66
b ""’”"”‘ "‘”"
&5
430 R1650V 2116-R/C54%
Prepreg 0,244/ 0,222
430 R1650V 2116-R/C54%
68

1,628 mm

Finished Board Thickness:

1.65mm +/-10%
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EPS-MPPT-INT-1

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)

llos¢ ptyt: 7 ptyt

llos¢ warstw: 6

Maska Lutownicza: Electra EMP-110

Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

Stackup:

Unia Europejska
Europejski Fundusz
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Board Stack Report

R1650V 2116-RIC54%
Prepreg
R1650V 2116-RIC54%

67

430 R1650V 2116-R/C54%

430 R1650V 2116-R/C54%

Thickness after Pressing:

66
b ""’”"”‘ "‘”"
&5
430 R1650V 2116-R/C54%
Prepreg 0,244/ 0,222
430 R1650V 2116-R/C54%
68

1,628 mm

Finished Board Thickness:

1.65mm +/-10%
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EPS-RCFG-MB
a) llos¢ ptyt: 7 ptyt
b) llos¢ warstw: 6
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych
g) Stackup:
Board Stack Report
1 Top Paste
2 Top Querlay
3 EEEEEREBNR Top Solder
Y eee— 0P S
5 Dielectric 5
c EEEEERN 1
7 Dielectric 1
a EEEEER GND
9 e pielectric 7
10 EEEEERNR L2
11 Dielectric 4
? mammmm B
13— Dcloc 8
14 Bottom Layer
15 EEEEER Board Layer Stack Bottom Solder
16 Board Layer Stack Bottom Overlay
17 Bottom Paste

Height : 1,560mm

Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

SM-001
Copper
PR2116
Copper
Core-036
Copper
PR2116
Copper
Core-036
Copper
PR2116
Copper
SM-001

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

0,010mm
0,035mm
0,240mm
0,018mm
0,360mm
0,018mm
0,200mm
0,018mm
0,360mm
0,018mm
0,240mm
0,035mm
0,010mm

4,6

4,3

4,6

4,3

46

* %
*



Inteligentny Rozwdj olska Narodowe Centrum Badar i Rozwoju Rozwoju Regionalnego
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EPS-BMA-BMS-1
a) losé ptyt: 15 ptyt
b) llo$¢ warstw:10
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG

f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

g) Stackup:

Board Stack Report for id 100000

oy e | wm e |
100279 Core R-1755V* 0,20 0,200; 0,200jmm
75
78903 4 R1650V 1080-R/CB4%
Prepreg
78903 4 R1B50V 1080-R/CB4%
75
100279 45 Core. R-1755V" 0,20
75
78903 4 R1650V 1080-RICB4%
Prepreg
78903 4 R1650V 1080-R/ICB4%
75
100279 45 Core R-1755V* 0,20
75
78903 4 R1650V 1080-R/ICE%
Prepreg
78903 4 R1650V 1080-RICE4%
75
100279 45 Core. R-1755V* 0,20 0,200, 0,200 mm
75
e N T N T 5
130606

Thickness after Pressing: 1.772 mm
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EPS-BMA-BMCB
a) los¢ ptyt: 7 ptyt
b) llos¢ warstw: 6
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych
g) Stackup:

Name hMateria Type ht Thickness
Overay

Solder Resist Solder Mask 0.01016mm
Top Layer Signal 0.03656mm
Dielectric 1 PP-006 Prepreg 0.07112mm
Layer 1 CF-004 Signal 0.035mm
Dielectric 2 7 Prepreg 0.20828mm
Layer 2 Signal 0.035mm
Dielectric 3 T ? Core D. mim
Layer 3 CF-004 Signal 0.035mm
Dielectric 4 PP-022 Prepreg 0.20828mm

Layer 4 CF-004 Signal 0.035mm

Dielectric 5 PP-006 Prepreg 0.07112mm
Bottom Layer Signal 0.03556mm
Bottom Solder Solder Resist Solder Mask 0.01016mm

Bottom Overlay
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EPS-BMA-BP-1-BPTOP
a) losé ptyt: 11 ptyt
b) llos¢ warstw: 4
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych
g) Stackup:

# Mame hateria Type Weight Thickness

Top Overlay Oweray
Top Solder solder Resist Solder Mask 0.01016mm

Top Layer Signal 0.03556mm
Dielectric 2 PP-023 Prepreg 0.21844mm
Layer 1 | Signal 0.035mm
Dielectric 1 C Caore Tmm

Layer 2 i Si 0.035mm
Dielectric 3 PP-023 0:21844mm
Bottom Layer i 0.03556mm

Solder Resist : r Mask 0.01016mm




Fundusze . Unia Europejska [EERSES
EUFOPEjSkIe h EZECZDOSDOlIta NcBR l"“’ Europejskli)Fujndusz % i

Inteligentny Rozwdj olska Narodowe Centrum Badar i Rozwoju Rozwoju Regionalnego S

EPS-BMA-BP-1-BPBOT
a) losé ptyt: 11 ptyt
b) llos¢ warstw: 6
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

g) Stackup:

Mame hateria Type Neight Thickness
Top Overlay Overay

Top Solder Solder Resist Solder Mask 0.01016mm
Top Layer Signal 0.03656mm
Dielectric 2 PP-023 Prepreg 0.21844mm
Layer 1 CF-004 Signal 0.036mm
Dielectric 4 PP-006 Prepreg 0.07112mm
Layer 3 CF-004 Signal 0.036mm
Dielectric 1 Ce Core 1mm

Layer 4 CF-004 Signal 0.036mm
Dielectric 5 PP-006 Prepreg 0.07112mm
Layer 2 CF-004 Signal 0.036mm
Dielectric 3 PP-023 Prepreg 0.21844mm
Bottom Layer Signal 0.03656mm

Bottom Solder Solder Resist Solder Mask 0.01016mm

Bottom Owverlay Overlay
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COMM-1-CCSDS

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

llos¢ ptyt: 11 ptyt

llos¢ warstw: 10

Maska Lutownicza: Electra EMP-110

Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

Stackup:

Board Stack Report

1 Top Paste
2 Top Overlay
3 IEEEREEREENEREE Top Solder SM-001 0,025mm 4
4 Top Layer Copper 0,035mm
5 Dielectric1 PP-016 0,122mm 4,4
g CCGEEEENEEEEREE ., Copper 0,018mm
7 Dielectric 3 Core-025 0,200mm 4,6
g SERRERRERREE,, Copper 0,018mm
9 Dielectric4 PP-006 0,074mm 4,1
10 Dielectric 5 PP-006 0,074mm 4,1
117 SEREENEERERE, Copper 0,018mm
12 Dielectric6 Core-025 0,200mm 4,6
13 HGERREEEEREREpP; Copper 0,018mm
14 Dielectric 7 PP-006 0,074mm 4,1
15 Dielectric 8 PP-006 0,074mm 4,1
16 EEERREEERREEP3 Copper 0,018mm
17 Dielectric9 Core-025 0,200mm 4,6
13 pgEEEEEREREERBEL Copper 0,018mm
19 Dielectric 10 PP-006 0,074mm 4,1
20 Dielectric 11 PP-006 0,074mm 4,1
21 EEEEREEEEEEER P4 Copper 0,018mm
22 Dielectric 12 Core-025 0,200mm 4,6
23 SEEEEREEEEERE L4 Copper 0,018mm
24 Dielectric 14 PP-016 0,122mm 4,4
25 SEEEEEEEEEEE Bottom Layer  Copper 0,035mm
26 Bottom Solder SM-001 0,025mm 4
27 Bottom Overlay
28 Bottom Paste

Height : 1,749mm

13
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COMM-1-TRX-CBA

a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)

llos¢ ptyt: 7 ptyt

llos¢ warstw: 6

Maska Lutownicza: Electra EMP-110

Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

Stackup:

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Board Stack Report for id 100000

14
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E Europesskie h reezpospoita  INNCIBIR D i Eroeeioe
COMM-1-FMCH
a) losé ptyt: 7 ptyt
b) llos¢ warstw: 6
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

g) Stackup:

Board Stack Report for id 100000

15
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COMM-2-SDR
a) los¢ ptyt: 7 ptyt
b) llos¢ warstw: 10
¢) Maska Lutownicza: Electra EMP-110
d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170
e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG
f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych
g) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

h) Stackup:

Board Stack Report

1 Top Faste
2 Top Overlay

3 IENEEEREEEE IT|:||:| Solder Shi-001 0,025mm 4
4 Top Layer Copper 0,035mm

5 Dielectric 1 PP-O16 0,12zZmm 4,4

[ SEFRRERINED 'Int:l-:GND] Copper 0,01Bmm

7 Dielectric 3 Core-025 0,200mm |4,6

g TRREREERRNNEE,,, {sign_HS/L5)  Copper 0,01Bmm

g Dielectrica FP-DDG 0,074mm 4,1

io Dielectric 5 PP-DDG 0,07dmm 4,1

11 (RRNENNNNNEENRs(GND) Copper 0,018mm

1z <= Ctric 5 core-0zs 0,200mm 4,6

13 EEFREENNNNNENintd {Sign_Hs) Copper 0,01Bmm

14 Dielectric 7 PP-DDG 0,074dmm 4,1

15 Dielectric & PP-DDG 0,07dmm 4,1

16 (REEEEEEEEEEENS{GND) Copper 0,018mm

17 S Ui =i=ctric 2 Core-025 0,z00mm 4,6

1B EENEEEENENE NG {FWR]) Copper 0,01Bmm

1o Dielectric 10 FP-DDG 0,074mm 4,1

20 Dielectric 11 PP-DO6 0,074mm 4,1

21 S31833311111 Int7 {51G_55) Copper 0,018mm

2z _DiE|E€triE 12 Core-025 0,200mm |4,6

23 -rrerer In.tE -:P‘l.-"jl'R:l Copper 0,01Bmm

24 Dielectric 14 FP-D16 0,122mm 4,4

25 Bottom Layer Copper 0,035mm

26 b Ll ALl L Bottom Solder Shi-D01 0,0z5mm 4
27 Bottom Owerlay

2B Bottom Paste

Height : 1,748mm
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ICS-BKP

a) los¢ ptyt: 5 ptyt

b) llos¢ warstw: 14

- Polska

Rzeczpospolita NCBR {1

¢) Maska Lutownicza: Bez

d) Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170

e) Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG

f) Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

g) Stackup:

Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

EEEEEEEEEEREE U
Prepregl
SEEEEEEEEEEE P2
I Core 2
EEEEEEEREEERR |3
Prepreg3
SEEENEEEEEEE P4
I Cored
EENEEEEEEEEE|S
Prepreg5
EERNENEEEENEE P6
I Core 6
AR RRRRREREA BV
Prepreg7
EEENEENEEEENE |8
I Core 8
BEENEEEEEREEE |pg
Prepreg9
EEEEEEEEEEEE
—Corelo
SENNEERENREN pgg
Prepregll
AR RERRBRRRA 112
|

Core12
SENEREENEENER [y,

Prepregl3
L14

B R RRRRRERER
Height : 2,468mm

Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper
FR-4
Copper

0,036mm
0,140mm 4,5
0,018mm
0,200mm 4,5
0,018mm
0,140mm 4,5
0,018mm
0,200mm 4,5
0,018mm
0,140mm 4,5
0,018mm
0,200mm 4,5
0,018mm
0,140mm 4,5
0,018mm
0,200mm 4,5
0,018mm
0,140mm 4,5
0,018mm
0,200mm 4,5
0,018mm
0,140mm 4,5
0,018mm
0,200mm 4,5
0,018mm
0,140mm 4,5
0,036mm

17
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Maska Lutownicza: Bez

—

Rzeczpospolita
Polska

Materiat FR4 (Panasonic R1755V) TG170

NCBR»

Narodowe Centrum Badar i Rozwoju

Rodzaj wykonczenia powierzchni (finish): ENIG

Czas dostawy: Nie dtuzszy niz 10 dni roboczych

Europejskie
Inteligentny Rozwdj
ICS-ECB
a) los¢ ptyt: 5 ptyt
b) llos¢ warstw: 14
c)
d)
e)
f)
g) Stackup:

MName
GNDOD
Dielectric 4
Dielectric 2
STR+MH_GND
Dielectric &
GHND1
Dielectric &
Dielectric &
L2/PWR
Dielec
GND2Z
Dielectric 3
Dielectric 5
MH_GND

PP-0D6
PP-D06
CF-004

CF-004
PP-DD6
PP-006
CF-004

CF-004
PP_DOG
PP-006

Prepreg
Prepreg
Signal
Core
Signal
Prepreg
Prepreg
Signal
Core
Signal
Prepreg
Prepreg

Signal

Thickness
0.06mm
0.12mm
0.12mm
0.0235mm
0.36mm
0.0235mm
0.12mm
0.12mm
0.035mm
0.26mm
0.035mm
0.12mm
0.12mm
0.06mm

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

Df

0.02
002

002
0.02

0.02
002

.

* %
*

-
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Fundusze . Unia Europejska
E Europejskie ggf;;gos'm"ta NcBR ‘"“. Europejski Fundusz ik

Inteligentny Rozwéj - Narodowe Centrum Badar i Rozwoju Rozwoju Regionalnego P

Informacje dodatkowe:

A) Zamawiajacy przekaze dokumentacje produkcyjng, w celach niezbednych

do przeprowadzenia wyceny przedmiotu zamdwienia, po uprzednim podpisaniu przez Wykonawce
umowy o zachowaniu poufnosci.

B) Oferta musi zawieraé koszty produkcji oraz testéw wraz z raportami:

e Raport z testoéw mikrosekgji

e Raport z testéw zgodnosci wymiarowej

e Raport z testow XRF

e Raport z testéw elektrycznych

e Test lutowalnosci

e Testy adhezji maski lutowniczej

o Testy z testéw Bow and Twist zgodnie z normg IPC-650
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